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前言

质量意味着能够满足顾客的需要，从而使顾客满意的产品特征；同时，质量也意味着免于不良。
这是两项对质量的基本定义。
随着科技进步和社会发展，环保问题越来越突出，各国都对环保越来越重视，顾客对环保的要求越来
越高。
一方面，科技的进步在创造财富、改善人们生活的同时，产生了大量的污染，给人们生活和身体健康
造成相当大的危害；另一方面，人们不断追求高品质的生活，尤其电子产品已成为日常生活中不可或
缺的工具，．电子产品中的有害物质减少或消除势在必行。
欧盟、美国、日本及中国相继立法，限制电子产品中有害物质的使用，并已陆续实施。
满足RoHS要求无疑是质量的一项最基本的要求。
本书作者长期从事电子装联焊接技术的研究，有着丰富的理论造诣和实践经验，始终走在电子装联技
术研究和应用的最前列。
在电子装联无铅化转换中，它无疑也是技术的先驱和开拓者。
中兴通讯是国家“走出去”战略的优秀企业，生产的产品出口到全球各个国家，尤其在欧美和日本比
例较大。
由于市场的需求，中兴通讯在国内最先实施无铅转换。
无铅化焊接技术不是简单的无铅化处理，而是一项复杂的技术。
它包括无铅波峰焊接、无铅再流焊接及无铅人工焊接，和有铅焊接相比发生了重大变化，涉及物理学
、化学、金属学、电气学、材料力学等，通过影响可焊性、焊接部腐蚀和焊接强度，最终影响焊接的
可靠性。
同时，生产过程中工艺设备的兼容性、工艺的可靠性、产能、各种器件引脚表面的涂覆层、焊接炉的
热稳定性、加热温度曲线的设定，以及怎样使PCB的温度均匀分布等问题，也给无铅焊接技术的理论
分析和工艺实践增加了相当大的难度。
而无铅化转换更是一项非常复杂的系统工程。
它涉及各个方面的协调和配合，包括材料检测和选择、供应商的认证和培训、更换工艺和生产装备、
生产计划和管理、仓储、市场预测、工程师和生产工人的培训等。
在转换阶段，有铅和无铅生产并存，有些产品有铅、有些产品无铅，或有些元器件有铅、有些元器件
无铅，稍有不慎，就会造成混乱，影响质量。
而且这种配合和协同并不仅在一个企业内部，而是在一个整体供应链上；不仅在一个国家，而且在全
球范围内。
这种协同和配合最终需要无铅焊接技术在理论上的研究和实践上的创新才能满足对可靠性和质量的要
求。
本书从无铅化组装、无铅焊接技术、无铅焊点质量控制等方面全面介绍了无铅化技术，是一本既具有
理论意义又极具实践价值的经典之作。
作者结合自己从事无铅化的实践和研究心得，编写这本《现代电子装联无铅焊接技术》，无疑为中国
电子产品无铅化的技术革命进程做出了重要贡献。
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内容概要

　　《现代电子装联无铅焊接技术》从生产实际应用出发，对电子产品无铅制程中的一些典型问题展
开讨论，并采用大量来自业界生产实践的典型真实案例进行辅助说明，图文并茂，让从事电子制造的
工艺工程师们面对这些问题时，不仅知道如何去处理，还懂得为什么要这样处理。
无铅电子制造正成为电子产业中的大趋势，各企业都将其视为提高竞争力和扩大市场份额的有效手段
。
然而要实现这一过程是一项系统工程，在无铅生产实施过程中将遇到许多陌生的应用性技术问题。
　　《现代电子装联无铅焊接技术》主要面向从事电子产品组装的工艺工程师、质量工程师、物料工
程师及相关的管理工程师，对生产现场的操作者也有很好的参考价值。
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章节摘录

插图：第1章　概论1.1　铅污染的危害1.1.2　对人类健康的危害据2002年7月15日中国政策科学研究会
研究会铅防治问题研究组、中国医学促进会、妇儿医疗保健委员会、北京儿童医院、北京晚报发表的
“零铅工程”调查报告指出，我国曾对9省19个城市的6502个3－5岁幼儿静脉血进行血铅测定，结果显
示儿童血铅浓度的总体均值为88.3ug/L，有近30％的幼儿血铅超过国际公认的儿童铅中毒水平。
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编辑推荐

《现代电子装联无铅焊接技术》由电子工业出版社出版。
中兴通讯股份有限公司的工艺专家樊融融研究员，以其深厚的理论功底，多年的从业经验，主导了中
兴通讯公司技术层面的无铅化进程，并将其研究和实践成果编著成《现代电子装联无铅焊接技术》，
以供同行参考学习。
《现代电子装联无铅焊接技术》涉及了无铅化过程的各个要素，基本涵盖了电子组装的全过程。
从理论上阐述了软钎焊的机理和影响因素，列举了大量的数据和图片。
特别值得称道的是，作者借鉴了国际先进公司的做法和自己长期身体力行的实践对焊接技术、工艺技
术、焊接材料、焊接缺陷及解决方法进行了详尽论述，使本书具有很强的可读性和实际指导意义，是
一本具有很高价值的电子无铅化组装技术的参考书。
相信本书的出版一定会对中国电子产品的无铅化产生深远的影响。
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